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Analise da area de uniao em dentina formada por adesivos auto-condicionantes
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Resumo

O objetivo do presente estudo foi avaliar a area de unidao formada por adesivos autocondicionantes (Clearfil SE Bond,
Cleafil SE Bond 2, G-Premio BOND, Bond Force Il e Tetric N-Bond Universal) e a dentina em microscopia eletrénica de
varredura (MEV). Os adesivos foram aplicados na dentina de terceiros molares humanos extraidos de acordo com as
recomendagdes dos fabricantes e restaurados. Os dentes foram seccionados e as fatidas obtidas foram tratadas e
montadas em "stubs", os quais foram metalizados e observados em MEV. Imagens foram capturadas e as estruturas
da area de unido (camada hibrida e tags de resina) foram descritas para cada adesivo.
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Introdugao

Os sistemas adesivos que existem no mercado
odontolégico atual visam a simplificagao da técnica de
aplicagao, otimizando os procedimentos durante o
procedimento restaurador e a fim de diminuir
sensibilidade pds-operatoria.

Resultados e Discussao

Para a obtencédo dos espécimes para analise em
MEV, 25 terceiros molares humanos extraidos, tiveram a
superfice  dentinaria exposta e foram divididos
aleatoriamente em 5 grupos (n=5): 1-Clearfii SE Bond
(grupo controle); 2- Clearfil SE Bond 2; 3- Bond Force Il; 4-
G-Premio Bond; 5-Tetric N-Bond Univerlsal. . Os sistemas
adesivos foram, entdo, aplicados conforme a
recomendagao do fabricante e os dentes restaurados com
resina Clearfil AP-X (Kuraray Noritake Dental Inc). Estes
foram seccionados no sentido mésio-distal, com o auxilio
de um disco diamantado de alta concentragdo (Buehler)
acoplado a uma cortadeira de precisao (Isomet 1000,
Buehler). Os espécimes (“fatias”) tinham espessura média
de 1,0 mm. As fatias (dente e compdsito) foram incluidas
em resina epodxica (Buehler) e polidas com Al,O3
(granulagbes 800-, 1,000- e 1,200), seguido por pasta
diamantada (6, 3, 1 e 0.25 ym). As amostras foram
lavadas e os debris removidos por ultrassom apds cada
passo do polimento. Depois de polidos, os espécimes
foram condicionados com acido fosférico 50% durante 15
segundos, lavados, e tratados com NaOCI 0,1% por 10
minutos. Em seguida, as amostras foram desidratadas em
concentragbes crescentes de alcool (25, 50, 75, 95 e
100%) e imersas em hexametildisilazano por 10 minutos.
Apds 24 horas e armazenadas a 37 °C, os espécimes
foram montados em “stubs de aluminio, cobertos com ouro
(MED 010, Balzers) e examinados individualmente usando
microscopia eletrbnica de varredura. A area da unido dos
espécimes foi explorada e imagens representativas de
cada adesivo foi registrada e suas estruturas analisadas,
em magnificagéo de 1.000 x.
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Figura 1.
SE Bond; IV- Clearfii SE Bond 2; V- Tetric N-Bond

Universal. CA: Camada Adesiva; R; Resina; D; Dentina.

Conclusoes

- As imagens mostram que os grupos Clearfil SE Bond,
Clearfil SE Bond 2 e Tetric N-Bond Universal apresentam
semelhangas com uma camada hibrida sodlida, sem
defeitos, com adequado preenchimento, contato intimo
com a dentina e “tags” de resina formados pela
desmineralizagao superficial da dentina e infiltragdo dos
adesivos.

- A area de uniédo formada como adesivo G-Premio Bond
apresentou bolhas na area de unido, que nao permitiu o
contato do adesivo com a dentina.

- Para o adesivo Bond Force Il houve dificuldade na
obtengdo de imagens, pois ocorria 0 rompimento da
unido dentina-resina durante o processo de metalizagao
das amostras.
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